（V366）顾客特殊要求 
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	拼板，流胶点及分流点，.过孔处理，表面处理
	20181013
	V36620181003


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
来自于： QSD-000015 Rev. J
共用部分：
1.拼板（制板说明中无要求时）：
      eq \o\ac(○,1)工艺边宽度10mm（不含铣刀宽度），上下工艺边上加3个反光点，反光点大小50mil，板角倒角（倒角半径79mil，如下图示）
                              [image: image1.emf]
     eq \o\ac(○,2)规则单元板采用V-CUT拼板，不规则时，可用桥连+邮票孔；顾客没有要求拼板时，我司需要拼板，则需要与顾客确认拼板图

      eq \o\ac(○,3)最小拼板尺寸80mm*80mm,最大拼板尺寸400mm*450mm
2.线路：
      eq \o\ac(○,1)流胶点及分流点：单元板内加流胶点及分流点时需要与顾客确认，工艺边上允许加流胶点及分流点，无需确认
3.过孔处理：
       eq \o\ac(○,1)无要求时，BGA焊盘塞孔并电镀平整，非BGA处SMT焊盘需要与顾客确认
       eq \o\ac(○,2)若顾客文件BGA下面过孔开窗时，必须与顾客确认
预审部分： 

1.材料：
   顾客要求符合ROHS时，必须使用高TG材料，若要求符合ROHS，但是说明文件中要求使用普通TG时，必须与顾客确认使用高TG材料。

2.表面处理:

    若顾客文件中要求沉银或OSP时，必须与顾客确认更改表面处理

CAM部分： 
